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paie en les achetant et qui, lorsque cette valeur est 45 parle fait que :
épuisée, doivent tout simplement &tre jetéss. - onse munit tout d’abord d’un ruban en matidre
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one drawback : because of the coil their cost price is relatively high -

nmore than the cost of snpstcontact - E¥ BS7 &ﬁigﬁ - and thisgprice increases
proportionally with tﬁe surface area on t card body OCCUpI ed by the coil.
One obj ective of the |nvent|on |s to prow de cards of the non-contact type,
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de la fabrication des mémes modules; sive comme la couche 6. Dong, si 'un de ces rubans
- la figure 12 est une vue en coupe partielle et & déja tout préparés convenait pour les modules que
plus grande échelle, selonle plan Xll-Xlidela 45 [Fon veut fabriquer et les machines que I'on a linten-
figure 11; _ tion d'utiliser, on pourrait éventuellement se le procu-
- la figure 13 est une vue analogue a celle des rer et dviter ainsi d'avoir & effectuer soi-méme les
figures 9 et 11, qui correspond & un troisiéme opérations d'étampage et d’encollage dont on vient
stade d’avancement toujours de la fabrication de parler.
des mémes modules; et 50 Cela dit, on se munit également au départ d'un
- lafigure 14 estune vue en coupe de l'un de ces certain nombre de puces 8 de forme sensiblement pa-
modules, terminé. rallélépipédique, comme celle de la figure 2, qui ne
Les deux modes de mise en oeuvre du procédé présentent évidemment ici que deux bornes de
selon l'invention que I'on a choisis comme exemples connexion 10 du c6té de leur face avant, d’'un nombre
vont &tre décrits dans le cas oliils sontemployéspour 55  égal de bobines 12, comme celle qui est représentée
produire des modules électroniques qui ne compren- partiellement sur la figure 3, et d'un nombre deux fois
nent qu'une seule puce de circuit intégré mais, plus grand de petits plots métalliques 18, de forme
comme on le verra, ils peuvent également convenir par exemple cylindrique et nettement moins volumi-
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Lorsque I'on est en possession de ces différents la la matiére de la gaine qui entoure le fil de bobinage
dléments de base les deux premiéres opérations que fond localement et n‘'emp8&che pas I'établissement
I'on effectue consistent & coller surle ruban 2 d’abord d'un bon contact électrique entre ce fil et les plots. Il
des paires de plots 18 et ensuite les puces 8 de fagon n’en serait pas de méme si I'on fixait les extrémités
a ce qu'ils forment des groupes d’éléments identi- 45  des parties terminales sur les plots au moyen d’'une
ques, régulidrement répartis dans le sens de la lon- colle conductrice, ce qui serait également possible.
gueur du ruban et & ce que chaque plot d’'une paire Par ailleurs, pendant cette phase de soudage ou
se trouve a proximité de l'une des bornes de aprés, on doit veiller & ce que les parties terminales
connexion 10 de la puce a laquelle il est associé, solent entidrement logées dans les espaces entourés
comme le montre la figure 5. s0  parlesbobines. En ce qui concerne lesfils 20, ce pro-
D’aprés ce que I'on a dit précédemment & propos bléme ne se pose pas car méme si ces modules doi-
de la couche de matiére adhésive 6 on comprend trés vent &tre trds minces la hauteur des bobines est tou-
facilement que lorsque I'on parle ici de coller les plots jours au moins une fois et demi ou deux fois plus gran-
etles puces surle ruban cela signifie tout simplement de que I'épaisseur des puces.
que I'on applique respectivement 'une de leurs faces 55 Aprés en étre arrivé & ce stade qui est illustré par
ot leur face arridre sur cette couche. la figure 6 et ol tous les éléments de base 8, 12 et
Drautre part, tels qu'ils sont représentés sur la fi- 18 des modules sont montés sur le ruban et reliés
gure 5 les plots 18 et les puces 8 sont tous situés sur électriquement entre eux, on remplit entidrement les
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Dans les deux cas, les bobines assureront une réalisées de la méme fagon que la bobine 12 de la fi-
trés bonne protection des puces 8, des fils 20, de gure 3 et qui présentent donc elles aussi des parties
leurs jonctions avec les plots de connexiondes puces 45  terminales de fils libres 22 mais qui n'ont pas néces-
et les plots 18 et de celles des bornes 17 de ces bo- sairement les mémes dimensions. Par exemple, si
bines avec ces derniers, contre toutes les contraintes 'on veut obtenir des modules de mémes dimensions
auxquelles les cartes seront soumises par la suite. que celles des modules 22 avec des puces de méme

De plus, on prendra soin de recouvrir des deux épaisseur, ces bobines 40 dolvent avoir le méme dia-
cotés les corps des cartes etles modulesde filmsen 50  métre extérieur que les bobines 12 et elles peuvent
matiére plastique de protection, mais méme sans avoir le méme diamatre intérieur mais, pour une rai-
cela ces modules ne risqueraient pas d'étre détério- son que "on comprendra par la suite, leur hauteur
rés par I'humidité, une atmosphére polluants ou d'au- peut 8tre plus faible et cette différence de hauteur
tres facteurs qui peuvent empécher le bon fonction- peut &tre compensée par une épaisseur du ruban 30
nement ou le fonctionnement tout court des cartesa 55  plus grande que celle du ruban 2.
contacts. Lorsque I'on dispose de ces différents éléments

D'autre part, si les modules 22 sont prévus pour on utilise tout d’abord la technique généralement dé-
des clefs ou des étiquettes qui peuvent étre beau- signée par 'abréviation TAB de I'expression anglaise
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this pré'm ?ﬁ‘ Eb‘?épdﬂ%tde%sl‘begt@c Reableagven if b @ des bandes conductrices supplémentaires

combler les espaces situés entre les faces avantdes 45 qui ont chacune une extrémité libre située au-
puces 36 et la face avant du ruban 30 ainsi que les dessus de chaque ouverture, en fenant compte
ouvertures 44 de celui-ci avec une matiére adhésive, de la position des bornes de connexion des pu-
isolante, opaque et relativement dure 52, par exemple ces qui doivent étre reliées ensemble;

du silicone. Cette matidre adhésive a non seulement 3. de souder les bornes de connexion de chaque
pour réle de protéger les circuits intégrés des puces 50 puce aux extrémités libres des bandes conductri-
contre la lumiére, mais aussi d’empécher dans une ces qui leur sont destinées; et

large mesure que les contraintes auxquelles les subs- 4. de combler les espaces vides entre les faces
trats des modules pourront &tre soumis, si ces modu- avant des puces et le ruban en méme temps que
les sont destinés & des cartes minces, de se répercu- les ocuvertures de celui-ci d’'une matiére adhésive
ter au niveau des soudures des bornes de connexion 55 isolante et opaque.

des puces sur les extrémités libres des bandes Aprés cela, on procédde de la méme fagon que
conductrices qui, comme on I'a déja indiqué, soit des dans le cas de modules & une seule puce.

points trés fragiles. Sil'on compare maintenant les figures 7 et 14 on
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ents pa?leur face: am re surle ruban etde souder
directement les bornes des bobines sur les bornes de 2. Module électronique selon la revendication 1, ca-
connexion des puces. Les liaisons électriques entre ractérisé par le fait que ladite bobine (12; 40)
les bobines et les puces seraient alors réduites 2ces 45 comprend un élément conducteur qui forme au
soudures. moins une spire (14) autour dudit espace et qui
D’autre part, on pourrait aussi, dans certains cas, présente deux parties terminales (16; 42) situées
se dispenser de recouvrir initialement le ruban perfo- & l'intérieur de celui-cl et dont les extrémités (17;
ré d’'une couche de matiére adhésive et coller les pu- 43) constituent lesdites bornes de Ia bobine.
ces, les bobines et éventuellement des élémentsd'in- 50
terconnexion comme les plots 18 directement sur ce- 3. Module électronique selon la revendication 2, ca-
lui-ci. ractérisé par le fait que ladite bobine est une bo-
Enfin, il est utile de préciser que le Mot "bobine" bine autoporteuse (12; 40) qui comprend plu-

doit &tre interprété ici dans un sens large. Il ne s’agit sieurs couches de spires jointives et sensible-
pas seulement de I'élément conducteur quiformeune 55 ment coaxiales (14), qui sont formées par un fil
inductance constituée d'une ou plusieurs spires. Il métallique fin, entouré d’'une gaine en matiére
peut y avoir en plus d’autres éléments. Par exemple, électriquement isolante, et qui sontliées entre el-
plutdt que de faire appel & des bobines autoporteuses les.



nmodul es wi th several chips. For exanple, to produce. two- chip nodul es
initiall y there are pyovi ded "a gi veé],@#@agia.pf each of fiqst and second
chi ps and a nunber of netal studs equal to the nunber of first or second

chips nultiplied by the nunber of the chips' cgnnector lLugs for connectin
for exaﬂ'pl"@d‘f'h@"qt’f’?'%‘{“E'HW §°"P‘5" 'il?t?zé’ﬁl |'s. Theexﬁéf'ﬂ‘dge'ﬁhﬂ’"ﬁgxt the chips atg

?Tgﬁﬂ eft ;g st rH s % pargﬁ ner | qgt éaep d!?ét rP&rsSrq) Je'ﬂwo&xpe% eR@Te
connect ed es qp re Eor ugs t niq fm lconque
h IIq es t Qe S §rev at pr@&@&fs@ éafactzﬁégiaro

€ Secon tts els W Tgs aeipa édﬂﬂntes 0 the studs not
i nt ended gescmg E’Jlla% ) étl’St chi ps brselmiifit COi | s. Then, exactly

the same dQB@ﬁl@h&ﬂﬂq%e@ﬁn @3RI SRcdhddaed for singl e- clyup ribRAl{2} 05 erphtisR et €0

out>" To ProRstif & ukBRSHRR QG ddb Bénds@et Ne second gafehtdsoRftecar ryi ng out the

et hod acggﬁ,{dkmg(m)geﬁmoé S\adaitie@itrénite US kg at ed | NorHing bl @®ing irdbeclsthenttles fuegs N

Wi th a taperrdhdébits potdrhadliqigs. mat eri al , for exanpsuelevitlaasdahsesarpartio centrale et de

Kapton[err], is processed by the sane oper ati onsfagm afce nu'dlibesofentirégulidzenaantrée

t 0 pr ovsdeModdle électratiqueisglord@rewdndipaiion 4, sa-edges and apdrtiep dansiiseps de sadnnpyeuk ng

adhesi ve medégisé pak le it queepuse (§), laiobipd12) of one of- prfixe logbabineeayrie Fyban. gytaur des

i nst ance tehles plotsunétalliaveg (Hfasent fixés svrdsditbe 12 t her noR¥e¥ abl e material in the B

state or a@ubstel Sinfernédiged'ung copdle exanpl e of Of 1§@ise [9sqitag faisgns qlesiriayas ep-:

type. |t efidemaf 63%5'¥Po'§%’l“5‘|"@'ﬁsﬁ"ﬂ1§e a standar H° ?B°"' rde ’f"éﬂ“'c‘!fﬁ@“ces ot

i nst ead. eqelaw@ﬂ%s?f@ﬁs“ﬁémq"'emg 9sB¥eof chips 36'F °" '°s vi ng

two connecd@igpré ﬁ’s‘"’% ine estuneafigre galemento . | o5 of (o ']rgm 5'371% °° .ﬁ%paresm

manner as 'E‘WE isfepablp st opAaye: o ke 3. The &bils 40 es“" rea 've 'S|

parts of g wect% deoeldlla bBRRGHA N0 NECESSA, vy e

exarrpl e g % %tque Ig&:og fjp% t§s. 10Ul €S OF_ oy gscoubéle] mﬂahﬁuﬁ&ﬁ‘ﬁ?chﬁhtﬁ%oﬁs

t he {jﬁq road i i ckness, bihdoufdbtenfFledodiés! have the

samne outeroﬁ ggt,aa@‘)t Quéfad ,cs,g,go,gnd,_.; hey may have the same inner

di ameter Kygteyiq eeeonepranﬁaﬁauaxsdaaésosmmn- e exphapads kadrtih reveiiatichard, Baacesrss

| esser hei@blasiidodt Biafomeririiss b arsuBs- Nei ght  gai e rdiGu6 PURPRSIESHURES (B)suillbiibarape

30 havi ng tat 8lqBinEdhaduié Bdix eltdmicsi(BRAB)t he t ape(2Pparidiirefacdsanide eRjue paurtéalisaries

al | avai | alhesqudiibs HhtlsyudbdieespéttiveientF@iee Aut omaNaisonsBmnttiquageritre aipndecptiabdbine (12 d

t o bot h f idésbdites (43) data bobihe(4t)erruieaiesbornd 3pr 0d udecchequedhedile o fikeEoptement susfe ru-

whi ch t heines dodoneEzibn(38) degspucan be connect ed t bantdeux plotel métaliques 18), de facencd ce

wire parts of the coils. Mre specifically, tdlsseiseuvetenifeicaitd puge otgetterbobjf

adhesi v@&. rivaddle slagtrogigueiselonia renéndicetion 8.68-a st anpi PRy obfslie las baspesids Wﬂ?@m dajljng

i ts medi arrattésiagpar ledaitaue lajbphine (4Qgileshast ant  r ecPUEREXIPIDES %ﬁ@%fﬂggétﬂ!!ﬂ“?ﬂ!ﬂ‘ @ e

slightly |doperaducirices éf)sant fixdenpurledibsubsri ng6 s %WA’F“F H'

Next, a mefaafS4)xngr!lintgraédiairg d'inercoyiche )cﬂ? the t apesily d ﬁgg '°" de 'a

agai nst t Heatibrs @'?és'&? thepmrgiegissable,ou 32, anﬂ’? gf’ et Eﬁi rﬂaﬁsibes
g \)lfl?,' rne qu

are used t%asf' frove the maj or part of th|s f0|?

Y
openi ng 4 |ng eselorrﬁg%cgn atoh 7 RS 49 whi B each have af r ee end 48
pr |OJ ect hh 13 a, bl? ,,ﬁmr R e?er afl {m&%x Qeld 1alrB\ohdicaBii Al citithrad)
enl arge ShbOT  area b oie hif\fie Pourlrhiér 1dsPludts (6} 16 pods Of
a coil (sesq;, ng FeQEW er, thesge@iRjued Q8 le§ bdbingS (15@ur@uban
advan- ta%‘iﬁl’lﬁl}eﬁr E’el Juﬁ eﬁt%uﬁéhﬂm in the g anbgpase initialefentlsirNghieldbstadaate y
of the tapgcefiddde @Pudd(deh) astékSiss defaqieliese 45 celui-ci une couche (6) de matiére adhésive iso-

ine sur

trouvent cette puce et les extrémités (48) des lante et thermodurcissable, & I'état B, on colle ces
bandes conductrices (46) sur lesquelles ses bor- puces, ces plots et ces bobines sur cette couche
nes de connexion sont soudées, et par le fait que de matiére adhésive et, aprés que les espaces
cette ouverture et 'espace situé entre la face entourés par les bobines aient été remplis d’'une
avant de la puce et ledit ensemble sont comblés 50 matiére adhésive (28), on chauffe le tout pour
parune matidre adhésive isolante, opaque et dur- que la matiére adhésive de ladite couche se po-
cie (52). lymérise et se durcisse complatement.

9. Module électronique selon I'une quelconque des 13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé
revendications précédentes, caractérisé par le 55 par le fait que la matiére adhésive (28) dont on
fait que la bobine (12; 40) est cylindrique, que le remplitles espaces entourés par les bobines (12)
substrat (24; 54) est rond et que le diamétre de est 6galement une matidre thermodurcissable
ce substrat est sensiblement égal au diamétre qui se polymérise et se durcit en méme temps que

9
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openi ngs 44, although this is not a requirement. Since photolithographic
processing includes agstep of etchigyy,dgge®t @l foil withga sol vent that
causes ionic pollution of the insulating tape and conductor strips, it is
foll owed by an appropriate rinsing to renoye a a]ge of such pol | ution.

After rinimayeredn ladiesappae{®r | ugs 38 of a gﬂﬁ"ﬂ“\éﬁ"'g sol dered to the free

% T R i S iRl
: epour xer,la de chaque

tapg ai t B8 e‘? " rE ﬁr@an |e%9£'| ng’ Yt O ”’s%thésHi lrleﬁxes frbis) GiRra

use t:]e i ntfe! n Slibn 55)” éd ou seﬁ@elﬂ%russtﬁ Jsmle'itrﬁéhclmbﬁﬂﬁm' S

to fill tReSPREa0 e % b&atf%ﬁrlo f T ontimgdial (24; 88), éhentinidyriérizh Bohaltkreiand

thea;ront d8brd &ir fo fdbant &ﬁm&eé&uaﬁoewell as ldip ORENI NG5 A4d LRET GheBentlishénh a

reltati vel Yaeh aih GouddNédbifnes A6 REifnkNich def IBSUI at i ngpafmél@imea&ch&a:onﬁ Qfer ENEAIND krfinde-

si | i cone. pidi chacaRb iy Bes BRirsMISS{48)SEUNY €S 10101 CSldny zvieDAHREHMIBRIB M (€0, 88) vgpsBhene

i nt egr at e@arde e bprésquad BDobIfd aitlstsTiée subtet al SO iVordetseitecuriDeind Bicksuite atfwelseund

| NCor por atnetEn,ioh sbudb BesbardsdBjaupaieeat- t 0 a | amigdesieoindiektanfydegoubstrai befestiglon
t he nodul Mmlt&lﬁmﬂé‘mbmdés' om bei ng transnmi tt det, inibeindrSpye (1240),) versphen micawaieen
the chi ps' connector lugs and the free ends dﬂemmwm?mm%ﬁﬂfa!@tﬂuqus'suk#feh
as nent 1% Pegédébesion la av@dmsloy 14.roamgpifrisé pont s. befestigt tayms Egpdiglichen @ifer jingluktiven
fini shed, pat lecfalsg ePOL#T %g?sé%% hgpdes he proce‘ﬁ“ﬂ"i‘@ z!”ﬁéhegélﬂ@ ”qu'meﬁp)f‘?f’ee'

Wi res 20 enductdoss ﬁeh t"?!?!?ﬁ'?bé‘t"or | ugs

studs 18 ilwedpgfagss é‘!/i“B‘H‘s@‘B °@f')d8arry| ng q}" ? Etzé'u 'sfa 'Sl?z‘:g

5). In ot W@F'é"?v@ﬁ"l?%“’e 'P‘P\%‘tef ?5I”T at | ons s |sfh°ﬂ BgeB hie ﬁ s

40 nust bé’uf'lefé’é‘lg:‘: "e "' | s" dde"

and t he cGHBHE U3 °" "° ﬁg}rL

Somnector 3 mﬁmf e “*.r fh °'.azs”?'hi ey

sur' ﬁur\de P aimdB il ki sl o
ich is &9&%&? e sw,a %@m&eﬁ gy MO0 e e e

tested and separated fromthe tape by cutti ngplmqeg@muﬁdaumm

The mat ¢4 ipdcaded'sefA 14 Rvdridiatioh 85,Ccatabirisand fil | ﬁéaﬁeﬂmamwgmm.@dsémrtshe

COi |'S MY dafle faltiue, folEiodo Soudét e BaRE el I OM t hediveRd Uriddusgehsiiet St derart, dakt die

mat eri al s,connexibr) @888 | pacdsi($6) athh@drémitesBt er i al Spulrethe Sthivesstraldiin@es Ghips bideer | al S

t hat pol yrms)déshanied coluctiidae (ue); oh décomai cever are the nost suitable, the

filling nwlagyleaban(sd), ap@sast déposeysupiilwg t he 2 aBektmaikrndugl naglt Arsprath {1 Sledbrahcge-

sti ck the ditetdushe (I4ptaonatitre aillfésive, dds@mer- one t hekenugsichnet, idad dieBeule (A2, 4Dkeinclpitesen

and if t heuksseemngBl4irsr(#4)idaldnguenratide et t 0 t he desfRemeQt ymial dapmindestepeeineWingf

the sane tgpudégteementsupétidureg aceliapdasauags.e of t heduse (14HHm den Bavrm pjidatund €"°h%ﬂdé’1"1 al

must be | cumepndraitapl eas atces flevigntse|tipyver o34 35 i g fieB (1P442) aufwpeishidiejol jmpneran dessel-

Fi gure 7 slededongueiee exirémitie (48 den Ra8des0 obt ai n'é?!fbff&d? Pqe"tq'i'gen(" 43)d'°K'e""

j ust - descroeprugtriees c Grpguelies, nisyre B‘P’“?,sarqeyl ng out MPHe idp Th| s modul e's

b copnexion SRt eﬁ? a9es §°"H‘Fs‘f‘
fﬁ:;aﬁzs.wem bk TR Bg;qﬁ@gg»@ws et
40)1

r a selbgt'i ge
Sreilj 8 2 Z.t e % esitornﬂ d connexl&r? 5:1 h '[5 6
s cg er- WOgadg sfi‘lﬁendént unﬁ bé‘eﬁbﬁchTeanoaxuglen
cut in thqp bk cl osel ywinaitige AaParraiin@s véh smisienaed
to recel vegel Q 3 é?ﬁemble formé parle ruban etsa Metalldraht gebildet werden, umschlossen von
couche de matidre adhésive d'une matiére adhé- 45 einer Hiille aus elektrisch isolierendem Material,
sive isolante, opaque et durcissable (52). und welche Windungen miteinander verbunden
sind.
17. Procédé selon I'une quelconque des revendica- _
tions 10 a 16, caractérisé par le fait que les bobi- 4. Elektronikmodul nach Anpruch 2 oder 3, dadurch
nes (12; 40) que I'on utilise sont des bobines cy- 50 gekennzeichnet, da der Chip (8) auf dem
lindriques et qu'a la fin on découpe le ruban (2; Substat (24) mit seiner Riickseite befestigt ist,
30) en suivant leur contour pour obtenir des mo- und daB die elektrischen Anschliisse zwei metal-
dules (22, 60) également cylindriques et de dia- lische Kissen (18) umfassen, die ebenfalls an
matre égal au diamétre extérieur de ces bobines. dem Substrat befestigt sind und an jeden von ih-
55 nen eine der Klemmen (17) der Spule (12) ange-

I8tet ist, sowie zwei feine metallische Drihte (20),
die jeweils mit einem Ende an eine der AnschiuB-
kiemmen (10) des Chips und mit dem anderen
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2. formon the tape, at the same tine as form ng conductor strips

enabl i ng connection ofg two |ugs of Eesebes B Chips to a goil,
suppl ementary conductor strips each having a free end si tUated above each

, Ki t th t f the ch connector | ugs
o n i o 6P e alsdiet Riermaateebetand. ¢ oi e i n '« e e n e
chip togthe oS50 Hred I 4255061 &L ed conduct of d ?’F s'e 'e'chfa 'T‘ 'ﬁ'!j”'tghe
enpty Spa(ft@n% ﬁfl £ Qﬁe §p“lre es of the C |eeg ulena trej?en
same ti muﬁ&d.& &ﬁ&H ﬂ&g h gn opaque | gg'h Ul Wgs
mat erial . ‘?24% EGMS}%m ?alﬁ'il?enﬁ e sane as faly Qer? e |f|sc inﬁlﬂ&éé'

modul es.  Beht/RARA delbivG ivbih MdfeRal befesBft@ind 4, 1T can b& c:k
0 of uhddapIaHInSsivé Raterid\@8)CRIchSs dbr MY - dde neépuk an coli

40 and t hqor td? Splla tumschiddsehétl R&AT falithan substrat esméﬁumaa\d,oﬁ\heﬁ §phbl§un‘\s§hlosse-
greatly plepdnealisitnbinohdibares uridsdpakies MaRAal i S1ot hat , beseARaEm Mk eihdhPisoibreen did aut-Ne
chips 8 amtl these wires generally occupy a greatmtbiiﬁiﬂh&wbhﬂﬁeﬂaﬂ&etsb)tm 36
and the conductor strips 46. The second reason Wwhacicdessen Anshéirtdngt al | y

i ndepenéie Ftekioikmidul hachsAnspruch 2 bdet 3, da-t he case of schrmtiled raed d8@ Stréifen rings um jede

| i ght - sengireh gekerngeichnetsdap dercGhip (39) derat chi ps and $rule zum Ethaktencled Mogulé.r agi | e

Wi res 20 apgeordpatist dafspipeYordersekasichanden t tfe chi ps' connector |ugs are |ocated
near er th@e%%ﬁﬁu@ﬂﬁtﬁé@é? Fet-t"r"ié§e‘3 #i9dul es Thrierfehnen nach Apspruch) 10, dadurch gekenn-

t her ef ore® Bfader 28 of adRiEyEY dakimen die Chips (B)nyldemiStreifen

chips to ) "i’?? bftﬁ’ébsot her fra( W't@%ﬁﬂﬁ?"e Eﬂf?ﬂ'%‘“'éﬂ‘da%’édas

vmrgs 20 ltt ? °“’8 w§'E "17 vmth FFB‘??F‘H‘%

prot ect edw 'se n%' dl?advar‘?f"é? ger'l'ﬁh"h d?f ?%f?”?dﬁfwd“'s

substrate "sm ?'le" AftEs 60 théﬂ:; ) )

and the rrec an| ca}‘ﬁy frag| | e ends 48 of the % ?: d|es p&le tf‘ t
degn 0

sol der 3§, omtq&mma&teﬁ;cms hﬂﬁscd?ahtﬂ ge and the %{sg‘
these str kéhpzeichhed daR i &fﬁﬁﬁt@fﬂek . Sufast rat g den 5 b z@elféi Ihsc

pref er abl gerf B#hdér (48) shldom s Qﬂttglgeiqu' te th 26 v@rﬁm defu Aﬁ@t&%lﬁés@h and

| ess | i abhe stiichb@e)das tﬁérﬁiﬁﬁkrtbﬁlﬂﬁo&ehﬁarSUbSt rat ?e"‘de@@leseﬁﬂﬂhth BF eREH& ARLLAKRIGeNR! SO
be true f @oplastischeray&ihbsier Kibterdl RfebigE MAL €T | ahen déd Chips ufd dd8anderad Endeb8n emes

i nventionsind not limted to the types of nDdderKissss\ohd dai nkein@ine Riemihe 2479 dek4
with one or several chips, nor to the descri spde amjewsiiaeih Kissen@nipeOCeSSeS.

For exalpFElektropikmodyi megh Alsppesh Madadurch ggonnect or | ugs that are coated with a

t hi n | ayekennfeichust.lad did Baugrippe,@ebildetrvon f | ne 82 Merfahren| nakieArspraith tff ddeunghigekedn- | t
woul d be Subisirat (§4) ung der Rehichtd56) avsmg- el ement Feibhpet drdizom Bafestigender Glipss(8) dert he
tape and BisiverMaieria ging gachtegkige OFnung (44) er ni nal gnetalischpreKissan (18) und dan Spuendt2) auigs .
The el ect Flffw%ttf mit °'"ef &fa'ge undcfipiactie ewanetdfieen dpm Streffen @) menrupiehst evleiper dexsisl d

t hus be %@ﬁ&b@"@w Ber | oi nt ée" dAfsg'Be" 9ine Schight (@ gusdspligrendemu| d
al so be p 8'°§° me eF'e coat i nd E""g HP’?%‘@?“P&U@“’W; t':’hezs'{g
| ayer of the c h '
i nt er connfl& %anﬂ l?ls zw"%i'ke[;l"@ guesg ds 18 di 'Ly’f ”H'm'?bﬁf ‘@!"’“L g S,
in this CQJ; ’und & 9 Lugnﬁ) mﬁﬁl e Iﬂt er p sch ossene ume mit emem adh&swen
termcoil g ushértbaren adhaslven Ma- Matenal (28) gefilllt worden sind, man das Ganze
tenal (52) aufgeﬂ'illt ist. erhitzt, damit das adhésive Material der genann-
_ ten Schicht polymerisiert und vollsténdig aushér-
9. Elektronikmodul nach einem der vorangehenden 45 tet.
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daf die
Spule (12; 40) zylindrisch ist, daB das Substrat 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
{24, 54) rund istund daf der Durchmesser dieses zeichnet, da das adhésive Material (28), mit
Substrats im wesentlichen gleich dem AuRen- dem die von den Spulen (12) umschlossenen
durchmesser der Spule ist. 50 Réume gefiillt sind, ebenfalls ein thermohé&rtba-
res Material ist, das polymerisiert und aushértet
10. Verfahren fiir die Serienherstellung von Elektro- gleichzeitig mit dem Material der Schicht (6).
nikmodulen nach einem der vorangehenden An-
spriiche, gekennzeichnet durch die folgenden 14. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
Schritte: 55 zeichnet, daR zum Befestigen des Chips (36) je-
- man stellt einen Streifen (2, 30) aus elek- des Moduls auf dem Streifen (30) und Herstellen
trisch isolierendem Material bereit, der elektrischen Verbindungen zwischen seinen
- man befestigt mindestens indirekt die Chips Anschluklemmen (38) und der Spule (40) dieses
1"
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to cover not only an inductance-form ng conductive el enent made up of one
or more windings. It gRyincl'ude ot pggsfd @EBYLS. For exanpje, instead of
pr oduci ng m)dul es according to the invention with self- supportl ng coils

i ke that ure 3, vvou d be Fl)QSSI ble to dse COi de of a hol]o
insulatinq:Z "QN;;"% F' 1 with aPfqsiue q t

\"/imr (r)gngrl ts kI mm hlpros w;I dﬁ?n eneaﬁrnung; 10; achksu‘i Io:sandﬁqwlsayl’g;:t
i nsi de wh;[ }é%de% gjﬁlg g% S Ire '?k&@mgim dsﬁa{% eéﬁxe!l

shoul d al sg aﬁHAPeﬁ o) di ﬁrdaﬁée% &“U' ar Cots &teﬂﬂlenédn
coi | must mﬁarl e circular. It could ahgq,ogﬁe(gﬂg@%ﬁda,{agm %,c,pr
anqt her shape. - 19 - CLAIMS 1. El ectronkgqd dbjeeiehfcobpbratelamdiespbctiti¥ideid! €

obj €Ct  agOVerfarerfindeh Afspflich 34, /dBNurdhajékdnB- an | Nt egdl adnAsktihs!(F8) 2d; 46)00WaEA thi dElp'@
substrat e mfchmk, @&t kin Bidey dérléitndsh BA@erBLET i al cdnRécior g9 ard teLioMS BivinaR]| daid coll
par al | el epu@atancanfanglieh raaft etbr ded Saiterd deshi p (8;  Bdving BRarintIgr fermfah@$lirrosriding a sace
provi ded vétteiferai(30) elaesSchithi(s4=nsisdietendeml Ugs ( 10in whigh saidttip andzaid ksleattidal casrections]
whi ch i s aind|tieesmohértbatem eder [thermhaplestidcliem sai d Subwethowsed charactapizdd Hyths fack@hat said
havi ng t woadhésiven Matesal gultyingt/d3R mandineimeo fi xed ool hasa highthigherthan the thipknessieibdid ng
i nduct i ve teltingn Foligputren Binifepidablynter Am@n- 605  andshimand jpyte factthat aaid spaogis tilled with d

obj ect cardup® e aufdiesp Pabishtaus adpdsic| ect ri can ha&?h?i’e@!?‘*"@ﬂb!'“ﬁ‘!!?ingﬂbes"@@a
bet ween t h a'é'“%’i‘ﬁl?d?‘d?"‘!’% hotolither t he coi foridl (3BePBpotiptihe coll fomegprptective
havi ng an l}iﬂ] a spacé"qcﬁ'%i’%"h@al d ch| p and sal d
el ectrical eﬁ% 8?" °e""ﬁ’6 §%‘5"“96‘ ar act e g fa

has. a hei g °ﬁ {c\ &

sai d spagay hrLA %g

mat eri al et d for

chip. 2. Ebfaldeyd) fﬂé‘ hi{48) Fﬁﬁynﬁgj% Lo clai e£mnéf FH% 42 dgiéa.&

fact that &ﬁu dniteh 4 Koanentian i BdHEefiéhS 35 CONAYREH ¥fls ?179153% s% 'ﬂn’ﬂﬂalé‘Bf the

| east one /4 Nifokidgbh da,rsgﬁm,d(aj)eyugiaﬁgace and pgaving two termnal parts (16;
42) si tuat@dmlmﬁhglegc fadiide Ofimgen (dahihicd ends (17; 43) formsaid termnals of
the coil. rrLanhimt B sthritRdt dicetwasyroned Ng t 03, ctaetmemoedwmmgterdamezj ckiyact he
fact that swidb jek des iChipQars@dniStéiefwardie Ng COi | tetided; bydfhp fach et i saidnébil Sie \ee sa

| ayers of Gapstsich befinderesoliens urtisderart] dalidiey GoaXi abuppértigicoitfs2; ¢d)égmrisingsedera fayers

fi ne net al Enden @8)sledeitehderl Bémder hedie diedad | y i NS ubfabatiggpusrandssubstentialin coagioiwireinge d
t oget her . scHuBkigmget denacic angeldtet werdencsiehdi ng t o (lkHprme@of@fingmeta wire shedthedivelet- by
the fact tdbathalbdieseri{iffourigeh befindén, wadidaBn t he sutsically insuatin@myterialand connpeiesidogeth-
surface anch Aupbildypg dpr leftenden Bander@uidem | ons cofpri se two netal studs (18)

an the thickness &f
gh}c?maﬂﬁ.rhdﬁm el ectrggéol, s ??go fa‘fﬁﬂ,é %’%3?56

that are aftesifert ynd Ayidigm der Angphly 9¢ a8l to each of V\:hl ch |s sol dered one
- 20 - of ¢hps a{‘ @?%Bﬁ%ﬂeﬁm "i’g: f"“?q‘?é“'lf’oll (1%) 1 E;ﬂgﬂ“’%m E’akti hlpd )"’E ;"
(20) each ®lof the C [
and at thegétﬁ"fs re n n g;,:’Bpe az;:g% % Wet al stug'g i} t%'f‘ %'7 f ngt g
accordi ng by the f

?ﬁ@? 1 Eﬁ" ddC 3( btstra

coi | (12) m @'EES" © ﬁ{ Are f1xed Q,q, Yermi-
neans of a ayer ? ernosett abl e adhesha{ &1 doﬁ‘flz tJ,J}ﬁ. mb@fwires
adhesi vz, @irbPlach €ifn dek Ahdpftithe! 10BisSBACE SUT T @iy red at one end to one of the con-

dadurch gekennzeichnet, daf die Spulen (12, nector lugs (10} of the chip and at the other end
40), die man verwendet, zylindrische Spulen 45 to one of said metal studs.

sind, und daBB man am SchluR den Streifen (2; 30) . '

wegschneidet, indem man ihrer Kontur folgt, um 5. Electronic module according to claim 4, charac-
Module (22, 60) zu erhalten, die ebenfalls zylin- terized by the fact that the chip (8), the coil (12)
drisch sind und einen Durchmesser besitzen and the metal studs (18) are fixed on said sub-
gleich dem Auflendurchmesser dieser Spule. 50 strate (24) by means of a layer (26) of thermoset-

table adhesive material and that the adhesive
material (28) filling the space surrounded by the
Claims coil is an opaque and also thermosettable mate-
rial.
1. Electronic module for a small portable object 55

such as a card or a key having an integrated cir- 6. Electronic module according to claim 2 or 3, char-

cuit, comprising a substrate of electrically insulat- acterized by the fact that the chip (36) is arranged

ing material (24; 54) a substantially parallelepi- in such a manner that its front surface is located
12

L



the coil is an opaque and al so thernosettable material. 6. Electronic
nmodul e according to clgim?2 or 3, chay higged by the fa that the chip
(36) is arranged in suzgh a manner tgtﬁ?é?féont surface ?Ié | ocated on the
side of said substrate a d that sai d el ectrlc connectlons cOo r se
conduct or 'ihfcﬁ'get" ‘1xed on i’ m%tﬁ'dt
have two e o Bspectiv T‘V"gt‘)’ e‘?”éﬂ] ﬁé(’? a" sa'd
te_rmna|SE§ t ch %ﬁg e of th zcélb in &I ng?
chip. 7. o gl a| mb sol ngse %se
fact that &523“ luﬁ tﬁ%rbhh‘o% its
substrate rreans o a ayer 56) of thg{hgpe?,@got hpgtu&shg,{drmp hdi C
adhesj ve rraterl aI 8. El ectronic nodul e accor @7hg teoifis 301dBrefito SdARELE -
terrZed RYEb&Rdnit plobuld &86rdikd¥8 ciamSE BRdkas- f or ned by the substrate (54) and the
| ayer (56) tefided Bylihe facttrat BB icail 46)land W& con- I 66t ang Wethod Sdeeraing® dathd! 14, chkacterieg b
and wi dt h 8dctogdtiigsyaeydre fited bn saatbstrite 6d) Of t he  eHaifgrt thatBip fix b enigs (BYthe Metallstuds
| ocat ed sabydmedns pf atayert (56) of theémnoget@ble of t he coKtBYartddire coller(123) o theltbpe (R)0a layur (B
t he connecthenmoblasiic adhegvesudteie ed, and by t he f atibsulatingtadbdsivetherpesettale matetiatiine
space situated between the front surface of t ke Bstateisdenebitedrindnenfthe fegésof the e
filled vit Flegrenip Ipcaccordingte plein 7, phardcat i16g  adtape.iseid chins: stvds and olizare stagk to this
El ect r oni cterizsd by the fact thptdhaagsemblyferped e of t he'ﬂ!?’é’f:%‘ﬂ! nettesipl ppd, after the spaces
char act er i 8 8ubs t‘!ﬁé"’!‘%‘? 'at/?\'éﬁe) ?fﬁé"eé't’ﬁl (12; upded Eé/ P ERYp F%’ai’ee“tf'ﬂﬁi’t“’“t‘ﬁé
substrate gtgﬂal %&Tgt he di am? F""H?at iR} (28). &\ pasgembly s heated so
subst an- t anet elt a ;F tenal ofsaldéayer isﬂyy
ilors d82¢ M'4988°4 n any one of

lp d
Mﬁt hod ofOI ?of }ﬁﬁ% ‘i@{ g‘ dluzf’es sBS‘H"aa'ée
the prece sd hé the; Mefbh Dordih Bsc chatd;
a tape (2; ﬁ% § %? t t ;f fﬁtﬁatthi J |Iv éfsﬁz; c%ﬁliﬁft‘ﬁg

fixing th oé&t .p%ﬁé‘ J.@Assw aré)f th Hﬁzésﬂn&mﬁ%b FthB TSR é)i

are regul aﬁ ed witiPéH dpliqua Héfdened Hatthtiny 8drida! | ¥ Of taBl&atertal which béiyrhbizds 3fd HaRl | 5
to the tapgvehdddsi)ne chips; - providing S@hdhtfbSsnetinods the ARBRFsrsaii@yer
bet ween the chips' connector lugs and the coilkg.' termnals; - filling the

spaces SuJr ERtiAie thoble hddbrdm@td dhy\ohé bf the har denabl e, insul ating adhesive

mat eri al ( @8ceding Paims,rtlaracddrize bytthd fact fat er i al 14) Methbd acderdieglto claim 10 diidrdctegzel Ibg

t ape ar ounthe eallq(n2; @0jiid cylirairical) that the subetrateodsbes.  thb.fachibat otk treeahip (38) af gach modulecto M
10, char ac(24y54yerduridypnd thet thi diemeteriotthis subi ps (8) dhedapei(30pahddmmakedhe efgotricd] 29nnépy

t hei r backsteterié substentiallydquahta theledemnglKiemt he el ec tierisbetwveendharoonectorivgsiiis) ofthechip he
chip and teterafthekoil 12) of each nodul e two net and the gelld4q) PBthis amodule,|twe) candyctar
onto the tape, between said chip and said costips@feredistiniommeden thegge thegyn- of
the chi p1°aMEth%‘Pfr’f@éE etsdqcagtehetr@tcmu'ﬁ/ t¥o fi Aectoronpidhe ghipate o 'ﬂg; ht°°“e
sol deri ng #i5B agdefingd inpnysongsof thepeqeting nese i PEEe eds (URLRT 8 stip and: gfter fhg

the chip a ﬂmftcg,a'?ﬁ

the coil 1 sgeAd %l“'f*’o(ggghﬂe'gt ﬁfa“‘;a'%szt St hog S A %Wgﬁwgiﬁ e

characterized, X the E: )
and the coil St | ;Jt gghg%ﬁlp:% n- | ayer &gﬁ;ﬁi §c)cbrd|¥1 Ci;ﬁ'l; éa"é%ﬁze&jﬂf
thermosettabl ly épgbe Gart nﬁ.tfa I's dep ért(ﬁ;'oﬂﬁbrﬂ%ttﬁe R irdf
the tape, sai Sttds and coils are St Ugfiating adhBdne ,,Laaay,gr,sdg osREHBR She'df

material and, f.ﬂ.tgttﬁerooﬁsn@msaa&ﬁ&nsms bfpended Dy kHagaceddrkn tpa 150), R Ml ril i 46l on
wi t'h an adhespiadingabdd eiddtridal Eonnectidh® LBSSEED! Y  ittfe PR dY Asl predsidgtcth thid1ayepsiagse- ve
mat eri al of Sawedn tiidydhips'i condettbrd NgsPand\theer i zed aswle material and the major part of the metal foil
coils' terminals; is removed by photolithographs for only leaving
- filling the spaces surrounded by the coils the conductive strips.
with a hardenable, insulating adhesive ma-
terial (28; 58); and, after this material has 50 16. Method according to claim 15, characterized by

hardened, the fact that to solder the connector lugs (38) of
- cutting the tape around each coil to obtain the chips (36) to the ends (48) of the conductor
the modules. strips (46), rectangular openings (44) having a
_ length and width slightly greater than those of the
11. Methad according to claim 10, characterized by 55 chips are cut in the tape (30), after having depos-
the fact that chips (8) are fixed on the tape (2) by ited thereon said layer (34) of adhesive material,
their back surfaces and that to make the electri- at locations where the chips are to be sited and
cal connections between the chip and the coil in such a manner that the ends (48) of the con-
13
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hardened. 13. Method according to claim 12, characterized by the fact that
the adhesive materi al 2628) filling Epgsmgsi -22- surppunded by the
coils (12) is also a therm)settabl e material which polynerizes and hardens
at the sane tlrre as th mat eri al of sald | ayer (6). 14. Method according to
cl ai m 10, ‘T‘F?é‘"qséfﬁ qj.at to fix the chip (36) of each

a'f e el ectrical connections between the

his
nodul e to ¥ 8 't ?%Z‘?
connect or ?t ;Jfon et and ?J“ﬂhe coil (40) of this nodule, two
d

conduct or med; on the tape, the connector |ugs of
the chip agpgoegg ihe ends (48) of a strip and, after
the coil eaqd,@g qmapdts termnals (43) are sol dered to the

ot k\’_ré endsan(ﬁt lay Qfof;dnm ,ﬁernm;&f,“;&wmvm hod according to claim 14,
charact er|gmhehgb|gdaghu§a.§matﬁ,@ﬁhe§.@n{a@nm sai d conductor strips (46), a |ayer
(34) of thgygempsettable or thernoplastic wnsul ati ng adhesive material is

deposited on one of the faces of the tape (30), a netal foil is stuck on

t he t apa7bMethmitacerdirg3s any ohd of olims O ® 16ayer of adhesive material and the

maj or par tchefacterized byethe Fact that lthei ilsr (@2rd0)ed by phot ol i t hographs for only

| eavi ng t hemplayediare evlindgcat¢ail$ gndl as 4 inal @ hod according to claim 15,

char act er i the thre)(2; %) és cubareund thetreninberiggplier’st he connector |ugs (38) of the
chi ps (36)the esils Repradiecyinge I reppdulesH@2:8Bhduct or strips (46), rectangul ar
openi ngs (HARMRRUPIMY ta e oHEE MamaiRg ol#dft h slightly greater than those of the
chips are " in the tape (30), after having deposited thereon said |ayer
(34) of adhesive material, at locations where the chips are to be sited and
in such a manner that the ends (48) of t*#he conductor stri ps to which the '
connector lugs are to be soldered are situated above these openings; and by
the fact that after having forned the conductor strips on the tape and

sol dered the chips' connector lugs to the tapes, said openings and the
spaces situated between the front surfacgs of the chips and the assenbly
formed by the tape and its | ayer of adhesive nmaterial are filled with a

har denabl e opaque insul ati ng adhesive material (52). 17. Method according
to any one of clains 10 to 16, characterized by the fact that the coils
(12; 40) enpl oyed - 23 - are cylindrical coils and as a final step the
tape (2; 30) is cut around the peripherises of the coils to produce
cylindrical nodules (22; 60) of dianmeter equal to the outer dianeter of
said coils. :
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